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Abstract of DE1 964671 7 

The chip card has a chip module inserted in a 
reception seating (28) provided in the body 
(23) of the chip card. The reception seating is 
accessible via an insertion slit (30) in one side 
edge (31) of the chip card body. The chip card 
is provided with a card inlay (24), sandwiched 
between 2 cover layers (25,26), providing the 
seating for the chip card module adjacent one 
of the smaller side edges of the card. 
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(3) Chipkarte mit Chipkartenmodul 

(57) Chipkarte (22) mit einem in einen Modulaufnahme- 
raum (28) eines Kartenkorpers (23) einsetzbaren Chipmo- 
dul (21), wobei der Modulaufnahmeraum (28) eine in ei- 
ner Seitenflache (31) des Kartenkorpers (23) angeordnete 
Einsetzoffnung (30) aufweist. Die Chipkarte (22) kann mit 
einem Karteninlay (24), das eine in einem Langs- oder 
Seitenrand (32) gebildete Ausnehmung (27) zur Ausbil- 
dung des Modulaufnahmeraums (28) aufweist, versehen 
sein. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Chipkarte mit einem in einen 
Modulaufhahmeraum eines Kartenkorpers einsetzbaren 
Chipmodul sowie ein zur Herstellung einer derartigen Chip- 
karte verwendbares Karteninlay und Verfahren zur Herstel- 
lung einer derartigen Chipkarte. 

Aus der DE 195 00 925 Al ist eine Chipkarte zur kon- 
taktlosen Datenubertragung bekannt, die in einem Karten- 
korper einen zur Aufnahme eines Chipmoduls dienenden 
Modulaufnahmeraum aufweist. Bei der bekannten Chip- 
karte befindet sich Einsetzoffhung des Modulaufhahmerauni 
in der Oberflache des Kartenkorpers, so daB zum Einsetzen 
des Chipmoduls in den Modulaufnahmeraum das Chipmo- 
dul von oben in die Kartenoberflache eingefuhrt wird. 

Grundsatzlich bieten sich zur Herstellung der bekannten 
Chipkarte zwei Moglichkeiten. Die eine besteht darin, zu- 
nachst den Kartenkorper, der iiblicherweise im Laminierver- 
fahren gefertigt wird, herzustellen und anschlieBend das 
Chipmodul in den Modulaufnahmeraum einzusetzen. Diese 
Vorgehensweise weist zwar den Vorteil auf, daB das Chip- 
modul nicht durch den Laminiervorgang beansprucht wird. 
Jedoch sind gesonderte MaBnahmen erforderlich, um eine 
mit der Kartenoberflache biindige Anordnung des Chipmo- 
duls im Kartenkorper und damit die Ausbildung einer ebe- 
nen Kartenoberflache zu erreichen. Dies erweist sich beson- 
ders dann als wichtig, wenn die Kartenoberflache nachfol- 
gend bedruckt oder anderweitig gestaltet werden soil, oder 
das Chipmodul mit einer AuBenkontaktflachenanordnung 
zur beriihrungsbehafteten Kontaktierung des Chipmoduls 
versehen ist. 

Die andere mogliche Vorgehensweise zur Herstellung der 
bekannten Chipkarte besteht darin, das Chipmodul bereits 
vor dem abschlieBenden Laminiervorgang in den Modulauf- 
nahmeraum einzusetzen. Zwar ist hiermit in jedem Fall eine 
bundige Anordnung des Chipmoduls in der Kartenoberfla- 
che moglich. Jedoch ergibt sich bei Anwendung dieses Ver- 
fahrens infolge des an seiner Oberflache vollig freiliegenden 
Chipmoduls eine erhohte therrnische und mechanische Be- 
anspruchung des Chipmoduls beim Laminiervorgang. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine 
Chipkarte mit einem in einem Modulaufhahmeraum einge- 
setzten Chipmodul vorzuschlagen, deren Herstellung gegen- 
uber der bekannten Chipkarte vereinfacht und mit geringe- 
ren Beanspruchungen fiir das Chipmodul verbunden ist. 

Diese Aufgabe wird durch eine Chipkarte mit den Merk- 
malen des Anspruchs 1 gelost. 

Bei der erfindungsgemaBen Chipkarte weist der Modu- 
laufnahmeraum eine in einer Seitenflache des Kartenkorpers 
angeordnete Einsetzoffhung auf. 

Durch diese besondere Anordnung der Einsetzoffhung 
wird ein Einsetzen des Chipmoduls in den Kartenkorper von 
der Seite her moglich. Hieraus ergibt sich der Vorteil, daB 
die beim Laminiervorgang besonders beanspruchten Ra- 
chen der Chipkarte, namlich die Oberflache und die Unter- 
flache geschlossen bleiben konnen. Dadurch kann das Chip- 
modul bereits vor dem abschlieBenden Laminiervorgang in 
den Modulaufnahmeraum des Kartenkorpers eingesetzt 
werden, ohne daB die beim Laminiervorgang auftretenden 
Beanspruchungen unmittelbar auf das Chipmodul ubertra- 
gen werden, so daB das Chipmodul weitestgehend frei von 
derartigen Beanspruchungen bleibt. Aufgrund der seitlichen 
Einsetzoffhung kann die Oberflache des Kartenkorpers un- 
gestort bleiben. 

Dariiber hinaus ermoglicht die seitliche Einsetzoffhung 
eine entsprechende, unmittelbar dem AuBenrand des Kar- 
tenkorpers benachbarte Anordnung des Modulaufhahme- 
raums. Das Chipmodul kann somit mit maximal ein Abstand 



zu den Hauptbiegeachsen des Kartenkorpers angeordnet 
werden. Hieraus ergibt sich bei einer durch die Handhabung 
einer Chipkarte haufig auftretenden Biegebeanspruchung 
des Kartenkorpers eine geringstmogliche Biegebeanspru- 
5 chung fiir den Bereich des Chipmoduls. Dies erweist sich 
besonders in dem Fall als vorteilhaft, wenn das Chipmodul 
mit einer im Kartenkorper angeordneten Spuleneinheit ver- 
bunden ist, die einen kontaktlosen Zugriff auf den Chip der 
Chipkarte ermoglicht, da die hinsichtlich einer Biegebean- 
spruchung sensiblen Kontakt stellen zwischen dem Chipmo- 
dul und der Spuleneinheit somit ebenfalls weit entfemt von 
der Hauptbiegeachse angeordnet sind. 

Die Herstellung des Modulaufhahmeraums bzw. der Ein- 
setzoffnung kann grundsatzlich auf beliebige Art und Weise 
erfolgen. So kann ein entsprechender Modulaufnahmeraum 
von vornherein in einem moglichen Laminataufbau der 
Chipkarte durch entsprechende Gestaltung der Laminatla- 
gen erzeugt werden. Dariiber hinaus besteht beispielsweise 
auch die Moglichkeit, unabhangig von dem gewahlten Ver- 
fahren zur Herstellung des Kartenkorpers den Modulaufhah- 
meraum durch eine nachtragliche Materialbearbeitung, bei- 
spielsweise durch Frasen, einzubringen. 

Als besonders vorteilhaft erweist es sich in diesem Zu- 
sammenhang, wenn die Einsetzoffnung an einer Schmal- 
seite des Kartenkorpers angeordnet ist. 

Wenn der Modulaufnahmeraum in einem Karteninlay des 
Kartenkorpers ausgebildet ist und das Karteninlay beidseitig 
mit Decklagen abgedeckt ist, wird eine besonders einfache 
Herstellung der Chipkarte moglich. 

Fiir den Fall, daB das in den Modulaufnahmeraum einge- 
setzte Chipmodul mit einer AuBenkontaktflachenanordnung 
zum beriihrungsbehafteten Kontaktabgriff versehen ist, 
kann in einer Decklage eine die AuBenkontaktflachenanord- 
nung freigebende Zugriffsoffnung vorgesehen sein. 

Als besonders vorteilhaft erweist es sich auch, wenn das 
fur den Einschub in den Modulaufhahmeraum vorgesehene 
Chipmodul mit einer VerschluBeinrichtung zum Verschlie- 
Ben der Einsetzoffnung nach Einsetzen des Chipmoduls ver- 
sehen ist. Hierdurch entfallt die Notwendigkeit der zusatzli- 
chen Applikation einer VerschluBmasse oder dergleichen 
zur versiegelnden Aufnahme des Chipmoduls im Kartenkor- 
per. Abgesehen von der vorgenannten VerschluBeinrichtung 
kann eine Fixierung des Chipmoduls auch auf andere Arten 
erfolgen, beispielsweise auch mechanisch. Eine mechani- 
sche Fixierung kann etwa durch ein Verklinken oder Verra- 
sten des Chipmoduls im Modulaufnahmeraum erfolgen. 
Weiterhin bestehen auch die Moglichkeiten des Verklebens 
oder Einlaminierens des Chipmoduls. 

Als besonders vorteilhaft erweist es sich, zur Fixierung 
des Chipmoduls im Modulaufnahmeraum eine Beaufschla- 
gung des Chipmoduls mit Mikrowellen durchzufuhren. 
Hiermit ist der besondere Vorteil verbunden, daB die zur Fi- 
xierung des Chipmoduls im Kartenkorper durchgefuhrte Er- 
warmung des Kartenkorpermaterials nur im Bereich der sich 
durch die Mikrowellenbeaufschlagung erwarmenden metal- 
lenen Teile des Chipmoduls erzielt wird. Durch diese lokale 
Erwarmung im Innern des Kartenkorpers wird sicherge- 
stellt, daB sich auf der Kartenoberflache keine die Nutzung 
der Oberflache beeinflussenden Verformungen einstellen. 

Eine besonders geeignete Ausfuhrung der VerschluBein- 
richtung besteht darin, das Chipmodul zur Ausbildung der 
VerschluBeinrichtung mit einem zum Offhungsquerschnitt 
der Einsetztiffnung des Modulaufnahmeraums korrespon- 
dierend ausgebildeten Endquerschnittzu versehen. Bei einer 
Ausbildung des Endquerschnitts aus einem niedrigschmel- 
zenden Thennoplast genugt beispielsweise eine beheizbare 
Ausfuhrung der zum Einsetzen des Chipmoduls in den Mo- 
dulaufhahmeraum verwendeten Applikationseinrichtung, 
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urn gleichzeitig mit dem Einsetzen bzw. unmittelbar nach- 
folgend den Sitz des Chipmoduls im Kartenkorper zu ver- 
siegeln. 

Ein zum Aufbau der vorstehenden Chipkarte besonders 
geeignetes Karteninlay weist in einem Langs- oder Seiten- 5 
rand eine Ausnehmung zur Ausbildung des Modulaufnah- 
meraurns auf. 

Bei Verwendung des vorgenannten Karteninlays zum 
Aufbau des Kartenkorpers erweist es sich zur Ausbildung 
einer sogenannten kontaktlosen Chipkarte als vorteilhaft, 10 
wenn der Modulaufhahmeraum eine Kontakteinrichtung zur 
Verbindung einer Innenkontaktflachenanordnung des Chip- 
moduls mit einer im Kartenkorper angeordneten Spulenein- 
heit oder eine Versteifungseinrichtung aufweist. Dabei kann 
die Spuleneinheit direkt auf dem Inlay ausgebildet sein. 15 

Zum einen erleichtert die Kontakteinrichtung die Kontak- 
tierung des Chipmoduls mit der Spuleneinheit Zum andern 
wirkt sie als mechanische Stabilisierung fur die Kontakt 
stellen. Hierzu kann auch eine Versteifungseinrichtung ein- 
gesetzt werden. Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Funk- 20 
tionen der Kontakteinrichtung und der Versteifungseinrich- 
tung in einem Bauelement integriert. 

Die Kontaktierung kann auch ohne eine gesonderte Kon- 
takteinrichtung erfolgen. Die Kontaktierung kann beispiels- 
weise uber eine etwa am Chipmodul vorgesehene Federein- 25 
richtung mechanisch erfolgen. Auch kann die Kontaktie- 
rung durch Kleben oder Loten erfolgen. Dabei kann zur Ak- 
tivierung der Klebeverbindung oder Durchfuhrung der Lot- 
verbindung eine Mikrowellen-Beaufschlagung eingesetzt 
werden. 30 

Als besonders vorteilhaft erweist es sich, wenn das Karte- 
ninlay selbst als Spulenmodul mit einer Spuleneinheit und 
der Kontakteinrichtung zur Verbindung mit dem Chipmodul 
oder der Versteifungseinrichtung ausgebildet ist 

Eine besonders einfache Art der Kontaktierung oder Ver- 35 
steifung wird moglich, wenn die Kontakteinrichtung oder 
Versteifungseinrichtung mit einer Rasteinrichtung zur verra- 
stenden Aufnahme des Chipmoduls im Modulaufnahme- 
raum versehen ist Bei entsprechender Ausbildung der Ra- 
steinrichtung kann auf eine thermische Kontaktierung zwi- 40 
schen der Spuleneinheit und dem Chipmodul verzichtet 
werden. 

Wenn die Kontakteinrichtung zur Verbindung der Spulen- 
einheit mit dem Chipmodul oder die Versteifungseinrich- 
tung als Fuhrungseinrichtung zur gefuhrten Aufnahme des 45 
Chipmoduls im Modulaufhahmeraum ausgebildet ist, ist 
eine sichere mechanische Verbindung zwischen dem Chip- 
modul und dem Karteninlay bereits vor Applikation der 
Decklagen auf dem Karteninlay moglich, ohne daB hierzu 
eine thermische Verbindung durchgefuhrt werden muBte, 50 

Als besonders vorteilhaft erweist es sich auch, wenn die 
Kontakteinrichtung oder Versteifungseinrichtung als Kon- 
densatoreinrichtung ausgebildet ist, so daB die Funktion ei- 
nes Kondensators in die Chipkarte integriert werden kann, 
ohne daB hierzu neben der Kontakteinrichtung oder Verstei- 55 
fungseinrichtung oder einer daraus kombinierten Einrich- 
tung eine weitere Einrichtung bzw. ein weiteres Bauelement 
appliziert werden muBte. Zur Ausfuhrung einer derartigen 
Kondensatoreinrichtung kann in besonders vorteilhafter 
Weise ein Material verwendet werden, das in einer Formma- 60 
trix aus einem dielektrischen Material leitfahige Partikel 
aufweist Ein solches Material ist beispielsweise unter dem 
Begriff "Ferrostit" bekannt, das in einer keramischen Matrix 
leitfahige Partikel aufweist und in einem Sinterverfahren be- 
liebige auBere Formen annehmen kann. Mit dem vorstehend 65 
beispielhaft genannten Material ist es daher moglich, Rah- 
menkonfigurationen auszubilden, so daB das derart geschaf- 
fene, in sich steife Bauelement neben der Funktion als Kon- 
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takteinrichtung und Kondensatoreinrichtung auch die Funk- 
tion einer Versteifungseinrichtung ubernehmen kann. 

Der Herstellung eines Kondensatorelements fur eine 
Chipkarte aus einem Material, das Bauteilgestaltungen zu- 
laBt, die in besonderem MaBe die Gestaltungsrandbedingun- 
gen fur eine Chipkarte beriicksichtigen, liegt der Gedanke 
zugrunde, unabhangig von der jeweiligen Funktion des Bau- 
elements eine fur die Chipkartenintegration besonders ge- 
eignete Gestaltung von Baueiementen zu ermoglicben. Im 
Regelfall ist damit eine besonders flache, flachige Gestal- 
tung des jeweiligen Bauelements, also beispielsweise des 
Kondensatorelements, verbunden. Dieser besonders flachen 
Ausgestaltung konnen dann noch weitere geometrische 
Randbedingungen uberlagert werden, also beispielsweise 
die vorstehend erwahnte rahmenartige Ausbildung des Kon- 
densatorelements zur gleichzeitigen Schaffung einer Ver- 
steifungseinrichtung . 

Die Anmelder behalten sich vor, auf das vorgenannte 
Prinzip der fur die Chipkarteriintegration besonders geeig- 
neten Gestaltung von Baueiementen, wie vorstehend insbe- 
sondere am Beispiel eines Kondensatorelementes erlautert, 
auch unabhangig von der eine seitliche Einsetzoffhung auf- 
weisenden Gestaltung der Chipkarte, eine separate Patent- 
anmeldung zu richten. 

Natlirlich ware es, bezogen auf den vorliegenden Bei- 
spielsfall, auch moglich, das Kondensatorelement oder auch 
ein anderes fur die Integration in eine Chipkarte geeignetes 
Bauelement nicht mit dem Kartenkorper der Chipkarte bzw. 
dem Karteninlay zu verbinden, sondern direkt auf dem 
Chipmodul zu applizieren. Auch hierzu wurde sich eine rah- 
men- oder auch kreisringartige Ausbildung des entsprechen- 
den Bauelements als vorteilhaft erweisen, da hierdurch eine 
den Chip umgebende und damit besonders raumsparende 
Anordnung moglich ware. 

Zur Herstellung der ertlndungsgemaBen Chipkarte erwei- 
sen sich im Falle des Aufbaus des Kartenkorpers in einem 
Laminierverfahren, bei dem das Karteninlay mit Decklagen 
belegt wird, zwei Varianten als besonders vorteilhaft. Zum 
einen ist es moglich, das mit dem Modulaufnahmeraum ver- 
sehene Karteninlay rnit einem in den Modulaufhahmeraum 
eingesetzten Platzhalter zu bestucken, anschlieBend beidsei- 
tig Decklagen auf das Karteninlay zu laminieren und nach 
dem Laminiervorgang den Platzhalter gegen das Chipmodul 
auszutauschen. Auf diese Art und Weise ist sichergestellt, 
daB das Chipmodul vollig frei von Beanspruchungen im Zu- 
sammenhang mit dem Laminiervorgang bleibt. 

Bei der zweiten Van ante wird das mit dem Modulaufnah- 
meraum versehene Karteninlay beidseitig mit Decklagen 
belegt und in einem ersten Laminiervorgang ein Vorlaminat 
gebildet. Durch diesen ersten Laminiervorgang wird sicher- 
gestellt, daB zum einen die Decklagen eindeutig auf dem 
Karteninlay fixiert sind und zum anderen der wesentliche 
Anteil der im Zusammenhang mit dem Laminiervorgang 
stattfindenden Materialverdrangung vor dem Einsetzen des 
Chipmoduls in den Modulaufnahmeraum erfolgt Anschlie- 
Bend wird das Chipmodul in den Modulaufnahmeraum ein- 
gesetzt und durch einen zweiten Laminiervorgang das End- 
laminat gebildet. Im Vergleich zum ersten Laminiervorgang 
wird hier mit einer geringeren Temperatur/Druck-Beauf- 
schlagung des Larninats gearbeitet, da es im zweiten Lami- 
niervorgang im wesentiichen nur noch um die versiegelnde 
Aufnahme des Chipmoduls im Modulaufnahmeraum des 
Kartenkorpers gent 

Nachfolgend werden bevorzugte Ausfuhrungsformen fur 
eine Chipkarte bzw. ein zur Herstellung einer solchen Chip- 
karte verwendbares Inlay unter Bezugnahme auf die Zeich- 
nungen naher erlautert. Dabei zeigen: 

Fig. 1 eine sogenannte "kontaktiose" Chipkarte mit einem 
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Chipmodul unmittelbar vor dem Einsetzen des Chipmoduls 
in einen Modulaufhahmeraum der Chipkarte; 

Fig. 2 eine Explosionsdarstellung einer sogenannten "Hy- 
brid'-Chipkarte mit einem Karteninlay und zwei Decklagen 
sowie einem Chipmodul unmittelbar vor dem Einsetzen des 
Chipmoduls in einen Modulaufnahmeraum; 

Fig. 3 eine Variante einer Hybrid-Chipkarte mit einem in 
einem Modulaufnahmeraum der Chipkarte eingesetzten 
Chipmodul; 

Fig. 4 eine vergroBerte Teildarstellung der Oberflache der 
in Fig. 3 dargestellten Hybrid-Chipkarte; 

Fig. 5 eine Schnittdarstellung gemaB Schnittlinienverlauf 
V-VinFig.4; 

Fig. 6 eine Stirnansicht der in Fig. 4 dargestellten Chip- 
karte; 

Fig. 7 eine Draufsicht auf ein Karteninlay der in den Fig. 
3 und 4 dargestellten Hybrid-Chipkarte gemaB Schnittlini- 
enverlauf VH-Vn in Fig. 5 ; 

Fig. 8 ein Karteninlay in perspektivischer Teildarstellung 
fur eine kontaktlose Chipkarte mit einem Modulaufnahme- 
raum zur Aufnahme eines Chipmoduls; 

Fig. 9 ein zur Aufnahme in den in Fig. 8 dargestellten 
Modulaufnahmeraum geeignetes Chipmodul, 

Fig. 1 zeigt eine fur den kontaktlosen Zugriff auf einen 
Chip 20 eines Chipmoduls 21 geeignete Chipkarte 22. Die 
Chipkarte 22 weist einen Kartenkorper 23 auf, der im vorlie- 
genden Fall aus einem Karteninlay 24 und zwei jeweils auf 
einer Seite des Karteninlays 24 angeordneten Decklagen 25, 
26 gebildet ist. 

Wie aus der gebrochenen Darstellung der das Karteninlay 
24 bedeckenden oberen Decklage 25 deutlich wird, ist in ei- 
nem Randbereich des Karteninlays 24 eine Ausnehmung 27 
eingebracht, die einen Modulaufnahmeraum 28 zur Auf- 
nahme des Chipmoduls 21 bildet, wie durch den Pfeil 29 in 
Fig. 1 angedeutet ist. 

Der Modulaufnahmeraum 28 erstreckt sich von einer Ein- 
setzoffnung 30 in einer Seitenflache 31 in den der Seitenfla- 
che 31 benachbarten Randbereich 32 des Karteninlays 24. 
Wie weiterhin aus der Darstellung gemaB Fig. 1 zu ersehen 
ist, ist das Karteninlay 24 mit einer Spuleneinheit 33 verse- 
hen, die mit einer im Modulaufnahmeraum 28 angeordneten 
Kontakteinrichtung 34 elektrisch leitend verbunden ist. Im 
vorliegenden Fall ist die Spuleneinheit 33 als eine Verlege- 
spule ausgefuhrt, zu deren Ausbildung ein Drahtleiter 35 auf 
einem Tragersubstrat 36 verlegt ist. Zur Verbindung mit der 
Kontakteinrichtung 34, konnen Drahtleiterenden der Spu- 
leneinheit 33 mit der Kontakteinrichtung 34 verlotet, ver- 
schweiBt, verklebt oder auf andere Art und Weise elektrisch 
leitend verbunden sein. 

Wie Fig. 1 zeigt, weist das Chipmodul 21 neben dem 
Chip 20 auf einem Tragersubstrat 37 angeordnete Innenkon- 
taktflachen 38, 39 auf, die jeweils zur elektrisch leitfahigen 
Kontaktierung mit einer Leiterbahn 40 bzw. 41 der Kontakt- 
einrichtung 34 vorgesehen sind. Dariiber hinaus weist das 
Chipmodul 21 auf dem Tragersubstrat 37 angeordnet eine 
VerschluBeinrichtung 42 auf, die hier aus einem thermopla- 
stischen Materialstreifen gebildet ist, der nach dem Einset- 
zen des Chipmoduls 21 in den Modulaufnahmeraum 28 fur 
einen riickwartigen AbschluB des Modulaufhahmeraums 28 
sorgt 

Fig. 2 zeigt in einer Explosionsdarstellung eine Hybrid- 
Chipkarte 50, die ubereinstimmend mit der unter Bezug- 
nahme auf Fig. 1 dargestellten kontaktlosen Chipkarte 20 ei- 
nen dreilagig ausgefiihrten Kartenkorper 43 aufweist mit ei- 
nem Karteninlay 24, das im vorliegenden Fall identisch mit 
dem in Fig. 1 dargestellten Karteninlay 24 ist. Dariiber hin- 
aus zeigt Fig. 2 das Karteninlay 24 im iaminierten Zustand 
des Kartenkorpers 43 abdeckende Decklagen 44, 45. 



Im Unterschied zu dem in Fig. 1 fur den Einschub in den 
Kartenkorper 23 vorgesehenen Chipmodul 21, das lediglich 
Innenkontaktflachen 38, 39 zur Kontaktierung mit der Spu- 
leneinheit 33 aufweist, ist zur Bestuckung des Kartenkor- 
5 pers 43 ein Chipmodul 46 vorgesehen, das sowohl iiber hier 
nicht naher dargestellte Innenkontaktflachen als auch iiber 
eine auf einer Zugriffsseite 47 des Chipmoduls 46 angeord- 
nete AuBenkontaktflachenanordnung 48 verfiigt. 
Um einen unmittelbaren ZugrifF auf die AuBenkontaktfla- 

io chenanordnung 48 des im Modulaufnahmeraum 28 zwi- 
schen den Decklagen 44 und 45 aufgenommenen Chipmo- 
duls 46 zu ermoglichen, ist die obere Decklage 44 mit einer 
ZugriffsofTnung 49 versehen, die sich bei in den Modulauf- 
nahmeraum 28 eingeschobenem Chipmodul 46 in einer 

15 Uberdeckungslage mit der AuBenkontaktflachenanordnung 
48 des Chipmoduls 46 befindet. 

Zur Herstellung der in Fig. 2 dargestellten Chipkarte 50 
erfolgt zunachst eine beidseitige Belegung des Karteninlays 
24 mit den Decklagen 44 bzw. 45 und ein erster Laminier- 

20 vorgang zur Verbindung der Decklagen 44, 45 mit dem Kar- 
teninlay 24 und Ausbildung eines Vorlaminats. Nach Aus- 
bildung des in Fig. 2 nicht naher dargestellten Vorlaminats 
ist der Modulaufnahmeraum 28 nach oben und unten durch 
die auf das Karteninlay 24 Iaminierten Decklagen 44 und 45 

25 begrenzt. In den derart bis auf die Einsetzoffnung 30 und die 
ZugriffsofTnung 49 abgeschlossenen Modulaufhahmeraum 
28 wird das Chipmodul 46 in Richtung des Pfeils 51 einge- 
schoben. Dabei wird ein Randsteg 52 der oberen Decklage 
44, der sich von der Einsetzoffnung 30 bis zur Zugriffsoff- 

30 nung 49 erstreckt, aufgrund der erhaben auf dem Chipmodul 
46 angeordneten AuBenkontaktflachenanordnung 48 ela- 
stisch deformiert, so daB bei Erreichen der Uberdeckungs- 
lage zwischen der ZugriffsofTnung 49 und der AuBenkon- 
taktflachenanordnung 48 der Randsteg 52 hinter der AuBen- 

35 kontaktflachenanordnung 48 einrastet In dieser Stellung 
umgibt ein Offnungsrand 53 der ZugriffsofTnung 49 einen 
AuBenrand 54 der AuBenkontaktflachenanordnung 48, so 
daB das Chipmodul 46 formschlussig im Kartenkorper 43 
gesichert isL 

40 Durch einen weiteren, nachfolgenden Laminiervorgang 
kann ein Endlaminat hergestellt werden, das sich im wesent- 
lichen von dem im ersten Laminiervorgang hergestellten 
Vorlaminat durch eine weitere Einebnung der Oberflachen 
und eine Versiegelung des Chipmoduls 46 im Kartenkorper 

45 23 im Bereich des Offnungsrands 53 der ZugriffsofTnung 49 
unterscheidet. 

Fig. 3 zeigt in einer weiteren Ausfuhrungsform eine Hy- 
brid-Chipkarte 55 mit einem Kartenkorper 56 und einem 
Chipmodul 57. Wie aus der Darstellung in Fig. 3 deutlich 

50 wird, unterscheidet sich die Chipkarte 55 von der in Fig. 2 
dargestellten Chipkarte 50 im wesentlichen durch eine ab- 
weichend ausgestaltete ZugriffsofTnung 58. 

Diese und weitere Unterschiede der Chipkarte 55 gegen- 
iiber der in Fig. 2 dargestellten Chipkarte 50 werden unter 

55 Bezugnahme auf die Fig. 4 bis 7 nachfolgend erlautert 

Wie aus einer Zusammenschau der Fig. 4 und 5 deutlich 
wird, weist der Kartenkorper 56 ein Karteninlay 59 mit 
beidseitig darauf angeordneten Decklagen 60, 61 auf. 
Das in den Fig. 5 und 7 dargestellte Karteninlay 59 weist 

60 ein Tragersubstrat 62 mit einer sich von einem Querrand 
122 des Tragersubstrats 62 in Substratebene hinein erstrek- 
kenden Ausnehmung 63 auf. Die Ausnehmung 63 ist im 
vorliegenden Fall im wesentlichen rechteckforrnig mit zwei 
zueinander parallelen Seitenrandern 64, 65 und einem einer 

65 Einsetzoffnung 66 gegenuberliegenden Querrand 67 ausge- 
bildet. Auf den Seitenrandern 64, 65 und dem Querrand 67 
der Ausnehmung 63 angeordnet befindet sich eine im we- 
sentlichen U-forrnig ausgebildete Kontakteinrichtung 68 
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mit einer Basis 69 und zwei Kontaktschenkeln 70, 71, die 
gegeniiber den Seiterirandern 64, 65 einen Oberstand auf- 
weisen, der jeweils einen in Moduleinfuhrrichtung (Pfeil 
72) sich erstreckenden Fuhrungsteil 73 an jedem Kontakt- 
schenkel 70, 71 bildet. Benachbart an jedem Fuhrungsteil 73 5 
der Kontaktschenkel 70, 71 schlieBt sich ein Befestigungs- 
teil 74 an. Die Befestigungsteile 74 dienen zusammen mit 
der Basis 69 der Kontakteinrichtung 68 zur Befestigung der 
Kontakteinrichtung 68 auf dem Tragersubstrat 62. 

Neben der Kontakteinrichtung 68 befindet sich auf dem to 
Tragersubstrat 62 eine Spuleneinheit 75, die durch Verle- 
gung eines Drahtleiters 76 auf der Oberflache des Trager- 
substrats 62 gebildet ist. Dabei ist, wie insbesondere aus 
Fig. 5 ersichtlich wird, der Drahtleiter 76 zur Verbindung 
mit dem Tragersubstrat 62 in dessen Oberflache eingebettet. 15 
Die Spuleneinheit 75 ist mit Drahtleiterenden 77, 78, die 
sich hier parallel zu den Kontaktschenkeln 70, 71 der Kon- 
takteinrichtung 68 erstrecken, uber eine Verbindung, die im 
vorliegenden Fall als Lotverbindung 79 ausgefuhrt ist, mit 
AnschluBflachen 80, 81 der Kontakteinrichtung 68 verbun- 20 
den, Zur Ausbildung einer ebenen Oberseite 87 des Karte- 
ninlays 59 ist die Spuleneinheit 75 bis zu einer Oberkante 
123 der Kontakteinrichtung 68 mit einer Fiillmasse 114 ab- 
gedeckL 

Wie aus Fig. 5 deutlich wird, weist das Chipmodul 57 25 
eine Querschnittsform mit zwei im wesentlichen korrespon- 
dierend zu den Fiihrungsteilen 73 der Kontakteinrichtung 68 
ausgebildeten Fuhrungsnuten 82 auf, in die die Fiihrungs- 
teile 73 beim Einschub des Chipmoduls 57 in die Ausneh- 
mung 63 des Karteninlays 59 eingreifen. Dabei sind die 30 
Fuhrungsnuten 82 derart im Chipmodul 57 angeordnet, daB 
das Chipmodul mit seiner Unterseite 83 im wesentlichen 
biindig mit einer Unterseite 84 des Karteninlays 59 oder ge- 
geniiber der Unterseite 84 des Karteninlays 59 in Richtung 
auf die Kontakteinrichtung 68 zuriickversetzt in der Aus- 35 
nehmung 63 des Karteninlay 59 angeordnet ist. 

Demgegenuber ragt eine auf einer Oberseite 85 des Chip- 
moduls 57 angeordnete Kontaktflachenanordnung 86 nach 
oben, die Fiihrungsteile 73 der Kontakteinrichtung 68 uber- 
greifend uber die Oberseite 87 des Karteninlay 59 hinaus. 40 
Dabei fullt die Kontaktflachenanordnung 86 die in der obe- 
ren Decklage 61 ausgebildete ZugrifTsoffnung 58 im we- 
sentlichen aus. Die Dicke der oberen Decklage 61 ist so be- 
messen, daB sich eine im wesentlichen biindige Anordnung 
der Kontaktflachenanordnung 86 mit der Oberflache der 45 
oberen Decklage 61 ergibt. 

Wie femer aus einer Zusammenschau der Fig. 5 und 7 
deutlich wird, ist das Chipmodul 57 im Bereich der Fuh- 
rungsnuten 82 mit Innenkontaktflachen 88, 89 versehen, die 
zur Kontaktierung mit entsprechenden AnschluBflachen 90, 50 
91 der Kontakteinrichtung 68 dienen. Zur Durchfuhrung der 
Kontaktierung des Chipmoduls 57 mit der die Verbindung 
zur Spuleneinheit 75 herstellenden Kontakteinrichtung 68 
genugt es, das Chipmodul 57 mit den Fuhrungsnuten 82 
uber die Fiihrungsteile 73 der Kontakteinrichtung 68 zu fun- 55 
ren und in Richtung des Pfeils 72 in die Ausnehmung 63 bis 
zum Anschlag des Chipmoduls 57 an der Basis 69 der Kon- 
takteinrichtung 68 bzw. dem Querrand 67 der Ausnehmung 
63 einzuschieben. Der sichere Halt des Chipmoduls 57 zur 
Gewahrleistung einer sicheren Kontaktierung zur Kontakt- 60 
einrichtung 68 kann dabei schon durch eine geeignete Pas- 
sung zwischen den Fiihrungsteilen 73 der Kontakteinrich- 
tung 68 und den Fuhrungsnuten 82 des Chipmoduls 57 ge- 
wahrleistet werden. Bei einer flexiblen Ausfuhrung des 
Chipmoduls 57 kann auf diese Art und Weise leicht eine ela- 65 
stische Klemmung zwischen dem Chipmodul 57 und der 
Kontakteinrichtung 68 hergestellt werden. Wie Fig. 6 zeigt, 
kann im Bedarfsfall bei einer entsprechenden Ausstattung 



eines Endquerschnitts 92 des Chipmoduls 57 mit einer Ver- 
schluBeinrichtung, die hier durch seitliche Siegellaschen 93, 
94 gebildet ist, nach dem Einfuhren des Chipmoduls 57 in 
die Ausnehmung 63 durch thermische Beaufschlagung der 
Siegellaschen 93, 94 eine Sicherung und abdichtende Auf- 
nahme des Chipmoduls 57 in der Ausnehmung 63 erreicht 
werden. 

Zur Herstellung der in den Fig. 3 bis 7 dargestellten Chip- 
karte 55 wird das Karteninlay 59 beidseitig mit den Deckla- 
gen 61 und 60 in einem einzigen Laminiervorgang verbun- 
den, so daB der in den Fig. 5 und 6 dargestellte, aus dem 
Karteninlay 59 und den Decklagen 60, 61 zusammenge- 
setzte Kartenkorper 56, gebildet ist. Die Komplettierung der 
Chipkarte 55 erfordert im einfachsten Fall dann lediglich 
noch das Einschieben des Chipmoduls 57 in die Ausneh- 
mung 63 zur Herstellung der Eingriffsverbindung zwischen 
den Fuhrungsnuten 82 des Chipmoduls 57 und den Fiih- 
rungsteilen 73 der Kontakteinrichtung 68. Wie vorstehend 
bereits erwahnt, kann gegebenenfalls anschlieBend noch 
eine Versiegelung des Chipmoduls 57 mit dem Kartenkorper 
56 uber die Siegellaschen 93, 94 erfolgen. 

Fig. 8 zeigt ein Karteninlay 95 mit einem Modulaufnah- 
meraum 96, das zur Herstellung einer kontaktlosen oder ei- 
ner Hybrid-Chipkarte dient. Das Karteninlay 95 weist eine 
auf einer Kapton-Tragerfolie 97 im vorliegenden Fall durch 
ein Atzverfahren ausgebildete Spuleneinheit 98 mit einer 
Spulenleiterbahn 99 auf. Zur elektrisch leitenden Verbin- 
dung der Spuleneinheit 98 mit einem in Fig. 9 dargestellten 
Chipmodul 100 weist das Karteninlay 95 eine auf Leiter- 
bahnenden 101, 102 der Spuleneinheit 98 kontaktierte Kon- 
takteinrichtung 103 auf. Die Kontakteinrichtung 103 ist im 
wesentlichen U-formig ausgefuhrt mit zwei Kontaktschen- 
keln 104, 105, die iiber eine Kontaktbasis 106 miteinander 
verbunden sind und sich zu einer Einsetzoffnung 107 hin er- 
strecken. An den Kontaktschenkeln 104, 105 sind in den 
Modulaufhahmeraum 96 hineinragend Federzungen 108, 

109 vorgesehen, die an ihren freien Enden Rastaufnahmen 

110 und 111 aufweisen. Zur Ausbildung einer ebenen Ober- 
seite 112 des Karteninlays 95 ist die Spuleneinheit 98 bis zu 
einer Oberkante 113 der Kontakteinrichtung 103 mit einer 
Fiillmasse 114 abgedeckt. 

Das in Fig. 9 dargestellte Chipmodul 100 weist an zwei 
einander gegeniiberliegenden Seitenflachen 115, 116 menis- 
kusformig ausgebildete Innenkontakte 117, 118 auf, die so 
angeordnet sind, daB bei einem Einschub des Chipmoduls 
100 in den Modulaufnahmeraum 96 in Richtung des Pfeils 

119 zunachst die Federzungen 108, 109 auseinanderbewegt 
werden und schlieBlich die Innenkontakte 117, 118 des 
Chipmoduls 100 in die Rastaufnahmen 110, 111 der Feder- 
zungen 108, 109 einrasten und eine frontseitige Stirnflache 

120 des Chipmoduls 100 in etwa biindig mit einer frontseiti- 
gen Stirnflache 121 des Karteninlays 95 zu liegen kommt. 

Je nachdem, ob zwei hier nicht naher dargestellte ge- 
schlossene Decklagen zur beidseitigen Abdeckung des Kar- 
teninlay 95 verwendet werden, oder zumindest eine mit ei- 
ner ZugrifTsoffnung versehene Decklage verwendet wird, 
kann das in Fig. 8 dargestellte Karteninlay 95 zur Herstel- 
lung einer kontaktlosen oder einer Hybrid-Chipkarte ver- 
wendet werden. 

Patentanspriiche 

1. Chipkarte mit einem in einen Modulaufnahmeraum 
eines Kartenkorpers einsetzbaren Chipmodul, dadurch 
gekcnnzeichnet, daB der Modulaufnahmeraum (28, 
63, 96) eine in einer Seitenflache (31, 121) des Karten- 
korpers (23, 43) angeordnete Einsetzoffnung (30, 66, 
107) aufweist. 
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2. Chipkarte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Einsetzoffhung (30, 66, 107) an einer 
Schmalseite des Kartenkorpers (23, 43, 56) angeordnet 
ist. 

3. Chipkarte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 5 
zeichnet, daB der Modulaufhahmeraum (28, 63, 96) in 
einem Karteninlay (24, 59, 95) des Kartenkorpers (23, 
43, 56) ausgebildet ist, und das Karteninlay beidseitig 
mit Decklagen (25, 26; 44, 45; 60, 61) abgedeckt ist. 

4. Chipkarte nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 10 
net, daB eine Decklage eine eine AuBenkontaktflachen- 
anordnung (48, 86) des Chipmoduls (46, 57) freige- 
bende Zugriffsoffhung (49, 58) aufweist, 

5. Chipkarte nach einem oder mehreren der vorange- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das 15 
Chipmodul (21, 57) mit einer VerschluBeinrichtung 
(42; 93, 94) zum VerschluB der Einsetzoffhung (30, 66) 
nach Einsetzen des Chipmoduls (21, 57) versehen isL 

6. Chipkarte nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB zur Ausbildung der VerschluBeinrichtung das 20 
Chipmodul einen korrespondierend zum Offhungs- 
querschnitt der Einsatzoffnung ausgebildeten Endquer- 
schnitt aufweist 

7. Karteninlay zur Herstellung einer Chipkarte nach 
einem oder mehreren der vorangehenden Anspriiche, 25 
gekennzeichnet durch einen in einem Langs- oder Sei- 
tenrand gebildete Ausnehmung zur Ausbildung des 
Modulaufnahmenraums (63). 

8. Karteninlay nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Modulaufhahmeraum (28, 63, 96) 30 
eine Kontakteinrichtung (34, 68, 103) zur Verbindung 
einer Innenkontaktflachenanordnung (38, 39; 88, 89; 
117, 118) des Chipmoduls (21, 46, 57, 100) mit einer 
im Kartenkorper angeordneten Spuleneinheit (33,75, 
98) und/oder eine Versteifungseinrichtung aufweist. 35 

9. Karteninlay nach Anspruch 8, gekennzeichnet 
durch die Ausbildung als Spulenmodul, aufweisend die 
Spuleneinheit (33, 75, 98) und die Kontakteinrichtung 
(34, 68, 103) zur Verbindung mit dem Chipmodul (21, 
46, 57, 100) und/oder die Versteifungseinrichtung. 40 

10. Karteninlay nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Kontakteinrichtung und/oder die 
Versteifungseinrichtung mit einer Rasteinrichtung 
(108, 109, 110, 111) zur verrastenden Aufnahme des 
Chipmoduls (100) im Modulaufhahmeraum (96) verse- 45 
hen ist. 

11. Karteninlay nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Kontakteinrichtung (68) zur Ver- 
bindung der Spuleneinheit (75) mit dem Chipmodul 
(57) und/oder die Versteifungseinrichtung als Fun- 50 
rungseinrichtung (73) zur gefuhrten Aufnahme des 
Chipmoduls (57) im Modulaufnahmeraum (63) ausge- 
bildet ist. 

12. Karteninlay nach einem oder mehreren der An- 
spriiche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB die 55 
Kontakteinrichtung und/oder die Versteifungseinrich- 
tung als Kondensatoreinrichtung ausgebildet ist. 

13. Karteninlay nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Kondensatoreinrichtung als flachiges 
Bauelement ausgebildet ist, mit einer Dicke, die maxi- 60 
mal der Dicke des Kartenkorpers entspricht. 

14. Karteninlay nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Dicke der Kondensatoreinrichtung 
kleiner ist als die Dicke des Kartenkorpers. 

15. Karteninlay nach einem der Anspriiche 12 bis 14, 65 
dadurch gekennzeichnet, daB die Kondensatoreinrich- 
tung in Sintertechnik hergestellt ist. 

16. Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte nach ei- 
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nem oder mehreren der vorangehenden Anspriiche, da- 
durch gekennzeichnet, daB das mit dem Modulaufhah- 
meraum (28) versehene Karteninlay (24) mit einem in 
dem Modulaufhahmeraum (28) eingesetzten Platzh al- 
ter bestuckt wird, anschlieBend beidseitig Decklagen 
(25, 26) auf das Karteninlay (24) laminiert werden und 
nach dem Laminiervorgang der Platzhalter gegen das 
Chipmodul (21) ausgetauscht wird. 
17. Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte nach ei- 
nem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 15, dadurch 
gekennzeichnet, daB das mit dem Modulaufnahme- 
raum (28) versehene Karteninlay (24) beidseitig mit 
Decklagen (44, 45) belegt und in einem ersten Lami- 
niervorgang ein Vorlaminat gebildet wird und anschlie- 
Bend nach Einsetzen des Chipmoduls (46) in den Mo- 
dulaufnahmeraum (28) in einem zweiten Laminiervor- 
gang ein Endlaminat gebildet wird. 
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